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Reducing copper foil thickness and improving the accuracy of fi  ne wire patterning.

BO-7790V積層前処理 ［浸漬コンベア処理］
Pre-treatment for lamination（flood-immersion）

BO-7710V積層前処理 [スプレー処理]
Pre-treatment for lamination（spray)

メックVボンドの前処理剤です。銅表面の錆や汚れを除去し、メックVボンドの効果を最大限に引き出します。
特にCA-5372はパターン形成後のスマットの除去に効果を発揮します。

CA-5372

CB-7612前処理
Pre-treatment

BO-7710V

BO-7790V

銅箔の厚みを薄くし、
細線パターン製造の精度を高めます。

大量の銅を溶解するエッチダウン工程に適した硫酸‒過
酸化水素系のエッチング剤です。基板の表層銅を半分あ
るいはそれ以上薄くする場合にご使用ください。特に細
線パターン形成を行う基板の前処理に最適です。適した
エッチダウンをシステムでご提案します。

HE-7002A

積層前処理

エッチダウン

黒化処理代替用として開発した、環境負荷低減対応の硫酸‒過酸化水素系マイクロエッチング剤です。
スプレー処理専用のBO-7710V、浸漬コンベア処理専用のBO-7790V処理が、耐リフロー性に優れた表面
形状を創ります。
FR-4材料はもちろん、高Tg材料、ハロゲンフリー材に対しても優れた密着性を実現します。

メックVボンド
MEC V-Bond

メックVボンド
MEC V-Bond

メックVボンド
MEC V-Bond

メックパワーエッチ
MEC PowerETCH

メックブライト
MECBRITE

These series are pre-treatment agents prior to 

V-Bond.

The agents remove rust and dust from copper 

surfaces and maximize the effect of MEC V-Bond.

In particular, CA-5372 is effective in removal of smut 

after pattern formation.

This series consists of environmentally-friendly sulfuric acid-hydrogen peroxide based microetching agents that were developed as 

alternatives to black oxide treatment.

Treatment with BO-7710V (designed for spray treatment) and BO-7790V (designed for flood-immersion treatment) creates a surface 

topography with excellent reflow resistance characteristics.

This series exhibits excellent adhesion with FR-4 materials, high Tg materials, and halogen-free materials.

This series consists of sulfuric acid-hydrogen peroxide based etching 

agents suitable for etch down processes that dissolve large amounts 

of copper. Use the agents when thinning the copper layer by half or 

more. These agents are especially useful in the pretreatment of 

boards that form fine wiring patterns.

Environmentally-favored products developed 
as alternatives to black oxide treatment. The 
process is controlled automatically.

MEC from Uyemura
IC Substrate 
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